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1. はじめに

　コンピューティング技術や通信技術の発展が高度情報化
社会を実現，さらなる進化を続けている。この進化を支え
るのが，電子機器の高性能化，高機能化の進展であり，ス
マートフォンなどの小型携帯情報端末の進化，普及は目を
見張るものがある。これらには最新の半導体やその他の電
子部品，プリント配線板が用いられ，高密度実装を実現す
ることで高性能，多機能化のみならず機器の小型化や使用
時間の延伸に貢献している。さらにそれらを向上させる技
術として期待されているのが部品内蔵技術といえる。
　部品内蔵技術はプリント配線板内部に半導体や受動部品
を内蔵することで従来表面実装のために占有していた面積
を削減できる。電気特性でも半導体近傍に受動部品を配置
することで，より高速動作が可能になり，またノイズの低
下などメリットが多い。
　部品内蔵は大きく分けて素子形成と部品埋め込みが考え
られるが，素子形成はプリント配線板製造での材料技術お
よびプロセス技術であり，本稿では予め所要特性が確保さ

れた部品を埋め込む方式での部品搭載技術について取り上
げる。

2. 部品内蔵基板の量産に求められる部品搭載技術

　プリント配線板に内蔵用部品を埋め込む方式はさまざま
なものが考案されているが，共通しているのは埋め込むた
めに部品を基材に搭載することである。そこではいかに部
品を高精度に搭載するか，部品にダメージを与えずに搭載
するか，また効率よく高い生産性で搭載するかが命題とな
る。
　部品を搭載するための設備としてはSMT（表面実装技術）
用の電子部品実装機（いわゆるマウンター）が挙げられる
が，図 1に示すような最新の電子部品実装機を例に，部品
内蔵基板の量産に求められる部品搭載技術を解説する。
2.1	 高精度搭載技術

　表面実装による電子回路形成では実装部品はマウンター
のノズルにより吸着され，プリント配線板のランド上に印
刷されたソルダーペーストの上に搭載され，リフロー工程
で溶融硬化し接合される。その際に溶融したソルダーペー
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図 1.　最新の電子部品実装機


